
ไมโคร​ชิพ​ รุก​ตลาด​โครงสราง​พืน้​ฐาน​หนวย​ความ​จํา

SMC 1000 8x25G รองรับ​แบน​ดวิด​ทหนวย​ความ​จําสูง​ ซึ่ง​ตอบ​โจท​ย CPU และ SoC รุน​ใหม​ ๆ ที่​จําเป็น​ตอง​ใช

แบน​ดวิด​ทที่​สูง​ขึ้น​เพื่อ​การ​ประ​มวล​ผล AI และ​แมชชีน​เลิ​รนน่ิง

ปัจจุบัน​ ควา​มตองการ​คํานวณ​ปริมาณ​งาน​ของ​เทคโนโลยี​ปัญญา​ประดิ​ษฐ (AI) และ​แมชชีน​เลิ​รนน่ิง (Machine

Learning) กําลัง​เพิ่ม​สูง​ขึ้น​อยาง​รวด​เร็ว​ อยางไร​ก็​ดี​ หนวย​ความ​จํา DRAM ที่​ติด​ตัง้​วงจร​ขนาน​แบบ​ดัง้​เดิม​ กลับ

กลาย​มา​เป็น​อุปสรรค​สําคัญ​ใน​การ​ทํางาน​ของ CPU รุน​ใหม​ ๆ ที่​ตอง​อาศัย​ชอง​บรรจุ​หนวย​ความ​จําเพิ่ม​ขึ้น​เพื่อ​การ​สง

มอบ​แบน​ดวิด​ทหนวย​ความ​จําปริมาณ​มาก​ขึ้น​ วัน​น้ี​ บริษทั​ ไมโคร​ชิพ​ เทคโนโลยี​ จํากัด (Nasdaq: MCHP) จึง​ขอ

ประกาศ​ขยาย​กลุม​ผลิตภัณฑ​ศูนย​ขอมูล​ พ​รอม​สงตัว​ควบคุม​หนวย​ความ​จําแบ​บอ​นุ​กรม (serial memory

controller) เชิง​พาณิชย​ตัว​แรก​ของ​อุตสาหกรรม​เขา​รุก​ตลาด​โครงสราง​พื้น​ฐาน​หนวย​ความ​จํา โดย​ผลิต​ภัณฑ SMC

1000 8x25G จะ​ชวย​ให CPU และ​อุป​กร​ณ SoC ที่​ตอง​อาศัย​การ​คํานวณ​เป็น​หลัก​ สามารถ​ใช​งาน​ชอง​บรรจุ​หนวย

ความ​จํา DDR4 DRAM ที่​ตอ​วงจร​แบบ​ขนาน​ได​เพิ่ม​ขึ้น​ถึง​สี่​เทา​ภายใน​แพค​เก​จเดียว​กัน​ ซึ่ง​ตัว​ควบคุม​หนวย​ความ

จําแบ​บอ​นุ​กรม​น้ี​จะ​มอบ​แบน​ดวิด​ทหนวย​ความ​จําที่​สูง​ขึ้น​ ดวย​ความหนวง​ที่​ตํ่ามาก​ อีก​ทัง้​ยัง​เป็น​อิสระ​จาก​ตัวกลาง

ตาง​ ๆ ที่​ตอง​อาศัย​การ​คํานวณ​ใน​ระดับ​สูง

ดวย​เหตุ​ที่​แกน​ประ​มวล​ผล (processing core) ภาย​ใน CPU มี​จํานวน​เพิ่ม​มาก​ขึ้น​ ทําให​แกน​ประมวล​ผล​แตละ​แกน

ได​แบน​ดวิด​ทลด​ลง​ เพราะ​ตอง​เฉลี่ย​การ​ใช​แบน​ดวิด​ท อีก​ทัง้​อุป​กร​ณ CPU รวม​ถึง SoC ก็​ไม​สามารถ​เพิ่ม​จํานวน​อิน

เท​อรเฟซ DDR แบบ​ขนาน​ที่​อยู​บน​ชิป​ตัว​เดียว​เพื่อ​รองรับ​จํานวน​แกน​ที่​เพิ่ม​ขึ้น​ได​ อยางไร​ก็​ดี​ ผลิต​ภัณฑ SMC

https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89/


1000 8x25G สามารถ​ขจัด​อุปสรรค​ดัง​กลาว​ ดวย​การ​ตอ​ประ​สาน​กับ CPU ผาน​เสน​ทางการ​เชื่อม​ตอ​ความ​เร็ว 25

Gbps ตาม​มาตร​ฐาน Open Memory Interface (OMI) ขนาด​ 8 บิต​ และ​เชื่อม​เขา​กับ​หนวย​ความ​จําผาน​อิน​เท

อรเฟซ DDR4 3200 ขนาด​ 72 บิต​ ผล​ก็​คือ​ สามารถ​ลด​จํานว​นพินข​อง​โฮ​สต CPU หรือ SoC ตอ​ชอง​บรรจุ​หนวย

ความ​จํา DDR4 ลง​ได​เป็น​อยาง​มาก​ ทําให​สามารถ​เพิ่ม​จํานวน​ชอง​บรรจุ​หนวย​ความ​จํา ตลอด​จน​ได​แบน​ดวิด​ทหนวย

ความ​จําที่​สูง​ขึ้น

นอก​จาก​น้ี CPU หรือ SoC ที่​รอง​รับ OMI ยัง​สามารถ​ทํางาน​รวม​กับ​ตัวกลาง​หลาก​หลาย​ประเภท​โดย​มี​ตัว​ชี้​วัด

ประสิทธิภาพ​ พ​ลัง​งา​น ​และ​ตนทุน​คา​ใช​จาย​ที่​แตก​ตาง​กัน​ไป​ ขณะ​ที่​ไม​จําเป็น​ตอง​แยก​ใช​ตัว​ควบคุม​หนวย​ความ

จําสําหรับ​ตัวกลาง​แตละ​ประ​เภท​ อยางไร​ก็​ตาม​ ปัจจุบัน​ อิน​เท​อรเฟซหนวย​ความ​จํา CPU และ SoC ถูก​จํากัด​สําหรับ

ใช​งาน​กับ​โปรโตคอล​อิน​เท​อรเฟซ DDR แบบ​เฉพาะ​เจาะ​จง​ อยาง​เชน DDR4 ทัง้​น้ี SMC 1000 8x25G ถือ​เป็น

ผลิตภัณฑ​โครงสราง​พื้น​ฐาน​หนวย​ความ​จําตัว​แรก​ของ​ไมโคร​ชิพ​ที่​ชวย​ให​สามารถ​ใช​งาน​อิน​เท​อรเฟซ OMI ได​อยาง

เป็น​อิสระ​จาก​ตัว​กล​าง

การ​ทํางาน​ของ​ศูนย​ขอมูล​จําเป็น​ตอง​อาศัย​ผลิตภัณฑ​หนวย​ความ​จํา OMI-based DDIMM เพื่อ​สง​มอบ​แบน​ดวิด​ทที่

มี​ประสิทธิภาพ​สูง​และ​ความหนวง​ตํ่า แบบ​เดียว​กับ​ที่​ได​จาก​ผลิตภัณฑ​หนวย​ความ​จํา DDR แบบ​ขนาน​ที่​ใช​กัน​อยู​ใน

ปัจจุบัน​ ทัง้​น้ี SMC 1000 8x25G ของ​ไมโคร​ชิพ​โดด​เดน​ดวย​การ​ออกแบบ​ที่​กาว​ลํ้าเพื่อ​ให​มี​ความหนวง​ตํ่า โดย​มี

ความหนวง​เพิ่ม​ขึ้น​น อย​กวา 4 ns เมื่อ​สง​ผาน​คอนโทรล​เลอ​ร DDR ที่​ผนวก​รวม​กับ LRDIMM ทําให​ผลิต​ภัณฑ

OMI-based DDIMM มี​ประสิทธิภาพ​แบน​ดวิด​ทและ​ความหนวง​เทียบ​เคียง​ได​กับ​ผลิต​ภัณฑ LRDIMM

“ไมโคร​ชิพ​ยินดี​เป็น​อยาง​ยิ่ง​ที่​ได​เปิด​ตัว​ผลิตภัณฑ​ตัว​ควบคุม​หนวย​ความ​จําแบ​บอ​นุ​กรม​ตัว​แรก​ของ​วง​การ​” พี​ท เฮ

เซ​น ​รอง​ประธาน​ธุรกิจ​โซลูชัน่​ศูนย​ขอมูล​ของ​ไมโคร​ชิพ​ กลาว​ “เทคโนโลยี​อิน​เท​อรเฟซหนวย​ความ​จําแบบ​ใหม​ ๆ

เชน Open Memory Interface (OMI) นัน้​ ชวย​ให​สามารถ​ใช​งาน SoC ได​หลาก​หลาย​รูป​แบบ​ เพื่อ​รองรับ​ความ

ตองการ​หนวย​ความ​จําที่​เพิ่ม​ขึ้น​ของ​ศูนย​ขอมูล​ประสิทธิภาพ​สูง​ การ​เขา​สู​ตลาด​โครงสราง​พื้น​ฐาน​หนวย​ความ​จําของ

ไมโคร​ชิพ​เป็นการ​เนน​ยํ้าให​เห็น​ถึง​ความ​มุง​มัน่​ของ​เรา​ที่​มี​ตอ​การ​เพิ่ม​สมรรถนะ​และ​ประสิทธิภาพ​ใน​ศูนย​ขอ​มูล​”

“ดวย​ปริมาณ​งาน​ของ​ลูก​คา​ ทําให IBM ตอง​ใช​หนวย​ความ​จําเพิ่ม​ขึ้น​ตอ​เน่ือง​ และ​น่ี​คือ​สาเหตุ​ที่​เรา​ตัดสิน​ใจ​ให​ระบบ

ประ​มวล​ผล POWER ของ​เรา​ใช​อิน​เท​อรเฟซม​าตรฐาน OMI เพื่อ​เพิ่ม​แบน​ดวิด​ทหนวย​ความ​จํา” สตี​ฟ ฟีลดส

หัวหน า​สถาปนิก​ของ IBM Power Systems กลา​ว “IBM ยินดี​ที่​ได​เป็น​พันธมิตร​กับ​ไมโคร​ชิพ​เพื่อ​นําเสนอ​โซลูชัน่​น้ี​”

SMART Modular, Micron และ Samsung Electronics อยู​ระหวาง​กา​รส​รา​ง Differential Dual-Inline

Memory Modules (DDIMM) ขนาด​ 84 พินที่​มี​ประ​สิทธิ​ภาพ​ โดย​มี​ความ​จุ​ตัง้​แต 16 GB ถึง 256 GB ซึ่ง​สามารถ

เขา​กัน​ได​กับ​ฟอรม​แฟคเต​อร DDIMM มาตร​ฐาน JEDEC DDR5 โดย DDIMM เหลา​น้ี​จะ​ใช SMC 1000 8x25G

และ​จะ​เชื่อม​ตอ​เขา​ใน​อิน​เท​อรเฟซ 25 Gbps มาตร​ฐาน OMI ได​อยาง​ไร​รอย​ตอ



คํากลาว​สนับ​สนุน

มาย​รอ​น ​สโลตา​ ประ​ธาน OpenCAPI Consortium กลาว​วา​ “ม​าตรฐาน Open Memory Interface (OMI)

สนับสนุน​การ​ใช​อิน​เท​อรเฟซหนวย​ความ​จําแบ​บอ​นุ​กรม​ เพื่อ​ให CPU และ SoC หลาก​หลาย​รูป​แบบ​สามารถ​ขยาย

แบน​ดวิด​ทหนวย​ความ​จํา รวม​ทัง้​เปลี่ยน​ไป​ใช​ตัวกลาง​ประเภท​ใหม​ ๆ เชน storage class memory ได​แบบ​ไร​รอย

ตอ​ ทา​งก​ลุม OpenCAPI ให​บริการ​โฮสต​และ IP เป า​หมาย​แบบ​ไม​คิด​คา​ลิขสิทธิ ์​ รวม​ทัง้​ผลัก​ดัน​แผน​งาน​ริเริ่ม​ตาง​ ๆ

เพื่อ​รับรอง​วาการ​ใช​งาน​จะ​สอดคลอง​กับ​มาตร​ฐาน​”

ร็อบ​ สปริง​เกิล หัวหน า​ทีม​เทคนิค​สําหรับ​โครงสราง​พื้น​ฐาน​แพลตฟอรม​ จาก Google LLC กลาว​วา​ “ลู​กคา Google

ได​ประโยชน​จาก​แอ​ปพลิ​เคชัน​ที่​ตอง​ใช​ขอมูล​จํานวน​มาก​ เชน​ แมชชีน​เลิ​รนน่ิง​ และ​ การ​วิเคราะห​ขอมูล​ที่​ตองการ

หนวย​ความ​จําประสิทธิภาพ​สูง Google สนับสนุน​โครงการ​ริเริ่ม​ตาง​ ๆ ที่​ใช​มาตรฐาน​แบบ​เปิด​ เชน Open Memory

Interface (OMI) ซึ่ง​นําเสนอ​อิน​เท​อรเฟซหนวย​ความ​จําประสิทธิภาพ​สูง​ เพื่อ​ให​เป็น​ไป​ตาม​เป า​หมาย​ดาน

ประสิทธิภาพ​แบน​ดวิด​ทและ​ความหนวง​ที่​มี​ความ​สําคัญ​”

เครื่อง​มือ​สนับสนุน​การ​พัฒน​า

เพื่อ​สนับสนุน​ให​ลูกคา​สามารถ​สราง​ระบบ​ที่​สอดคลอง​กับ​มาตร​ฐาน OMI ผลิต​ภัณฑ SMC 1000 จึง​มา​พรอม​กับ

design-in collateral และ​เครื่อง​มือ ChipLink ที่​รองรับ​การ​ทํางาน​อยาง​ครอบคลุม​ทัง้​การ​แก​จุด​บก​พรอง​ วิ​นิจ​ฉัย

กําหนด​คา​ และ​วิ​เคราะห​ดวย GUI ที่​ใช​งาน​งา​ย

ราคา​และ​การ​วาง​จําหนา​ย

สามารถ​ขอรับ​ตัว​อยา​ง SMC 1000 8x25G ได​แลว​วัน​น้ี​ ดู​ขอมูล​เพิ่ม​เติม​ที่
https://www.microchip.com/smartmemory

กรุณา​ติดตอ​ตัวแทน​ขาย​ของ​ไมโคร​ชิพ​ เพื่อ​ขอรับ​ตัวอยาง​ผลิต​ภัณฑ

แหลง​ขอมูล​และ​ภาพ

ดู​รูปภาพ​ความ​ละเอียด​สูง​ได​ที่ Flickr หรือ​ติดตอ​กอง​บร​รณ​าธิการ​ (สามารถ​นําไป​เผย​แพร​ได​ตาม​สะดวก​):

– ภาพ​การ​ใช​งาน: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/48417967966

เกี่ยว​กับ​ไมโคร​ชิพ​ เท​คโน​โลยี

บริษทั​ ไมโคร​ชิพ​ เทคโนโลยี​ จํากัด​ เป็น​ผูนําดาน​การ​จัดหา​เซ​มิ​คอนดักเตอร​สําหรับ​โซลูชัน่​ควบคุม​แบบ​ฝัง​ที่​เป็น

อัจฉริยะ​ เชื่อม​ตอ​ และ​ปลอด​ภัย​ เครื่อง​มือ​พัฒนา​ที่​ใช​งาน​งาย​ ตลอด​จน​กลุม​ผลิตภัณฑ​ที่​ครอบ​คลุม​ ชวย​ให​ลูกคา

สามารถ​สรางสรรค​งาน​ออกแบบ​ได​อยาง​เหมาะ​สม​ ซึ่ง​ชวย​ลด​ความ​เสี่ยง​ ลด​ตนทุน​โดย​รวม​ของ​ทัง้​ระบบ​ และ​ยัง​ชวย



ลด​ระยะ​เวลา​ใน​การนําผลิตภัณฑ​ออก​สู​ตลาด​ โซลูชัน่​ของ​บริษทั​ให​บริการ​ลูกคา​มาก​กวา​ 125,000 ราย​ใน​ตลาด

อุตสาห​กร​รม​ ยาน​ยนต​ ผู​บริโภค​ อวกาศ​และ​การ​ป องกัน​ประ​เทศ​ การ​สื่อสาร​และ​การ​ประมวล​ผล​ สํานักงาน​ใหญ​ของ

ไมโคร​ชิพ​ตัง้​อยู​ที่​เมือง​แช​นดเลอ​ร รัฐ​แอ​ริ​โซ​นา​ บริษทั​นําเสนอ​การ​สนับสนุน​ดาน​เทคนิค​ที่​เป็น​เลิศ​ พ​รอม​กับ​การ

ขนสง​และ​คุณภาพ​ที่​เชื่อ​ถือ​ได​ สําหรับ​ขอมูล​เพิ่ม​เติม​ สามารถ​เยี่ยม​ชม​เว็บไซต​ของ​ไมโคร​ชิพ​ที่
www.microchip.com

หมาย​เห​ตุ​ : ชื่อ​และ​โลโก The Microchip และ​โลโก Microchip เป็น​เครื่องหมายการคา​จด​ทะเบียน​ของ​บริษทั​

ไมโคร​ชิพ​ เทคโนโลยี​ จํากัด​ ใน​สหรัฐอเมริกา​และ​ประเทศ​อื่นๆ​ เครื่องหมายการคา​อื่นๆ​ ทัง้หมด​ที่​ระบุ​ถึง​ใน​ที่​น้ี​ เป็น

กรรมสิทธิ ์​ของ​บริษทั​ที่​เป็น​เจา​ของ

รูป​ภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20190801/2541008-1


